
*與前一代TR7600F3D相比

光學影像系統

相機 平板相機

X-ray射源 最大值130 kV (使用者可調整)
取像分辨率 
(出廠時擇三設定)

5 µm 10 µm 15 µm 20 µm 25 µm 30 µm

檢測方式 2D, 2.5D, 3D 切層, 平面數位斷層掃描(CT) (選配)

檢測項目
元器件缺陷 缺件、錯位、立碑、側立、旋轉及鉭質電容極反、偏斜、浮高

錫點缺陷 錫少、錫多、短路、空焊、錫球、不沾錫、空洞及IC翹腳

X-Y-Z 軸控制 高精度滾珠絲桿驅動 (搭配伺服馬達控制器)

X-Y-Z Axis 精準度 1 µm

最大電路板可測尺吋* 900 x 460 mm (35.43 x 18.11 in.)

電路板可測厚度 0.6 - 7 mm (0.02 - 0.28 in.)

電路板流線高度 880 - 920 mm (34.65 -36.22 in.)
電路板最大重量 12 kg (26.46 lb)
電路板輸送/固定 馬達自動控制進出 / 固定夾板

零件高度限制

上端 5 mm (0.2 in.) 25 mm (0.98 in.) 45 mm (1.77 in.) 50 mm (1.97 in.)
底端 70 mm (2.76 in.) 55 mm (2.17 in.)
側邊 3 mm (0.12 in.) or 5 mm (0.20 in.) 

重量 3850 kg (8,487.8 lb)
電源需求 200 – 240 VAC,單相, 50 / 60 Hz, 4 kVA
氣壓需求 72 psi – 87 psi (5 – 6 bar)

選配件 條碼讀取機、維修工作站、離線編程系統、良率管理系統(YMS 4.0)、CAD轉換軟件、CT取像模組

 * 最大電路板可測尺寸與入射角度相關
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TR7600F3D SII SERIES

元件庫編輯器 FOV掃描 板彎檢測對位標記 檢視元件庫 微調掃板

BGA 枕頭效應(HiP)缺陷 3D CT BGA 檢測 THT 橫切麵 3D CT DIP 檢測

QFN 3D CT 檢測 壓合(Press-fit) 橫切面檢測

新的3D AXI直觀軟件有助於根據CAD數據設置檢測程序。TR7600F3D SII
系列配有TRI完善的智能元件庫，可減少工程師的工作量，將停機時間縮

減到最短。

智能編程

 

TR7600F3D SII為新一代高速在線型自動X射線檢測解決方案，

檢測速度可達前一代機種的兩倍到三倍。此外，TR7600F3D SII
可以檢測達900 x 460 mm的大型電路板，並且可在不影響生產

時間的條件之下降低漏測和誤判率。

高速3D X射線深入檢測

* 與前一代TR7600F3D相比

优化的检测时间
更快的检测速度

TR7600F3D SII 進化的3D檢測，通過平面CT成像，可以為每個錫點重新建立一個完整的3D模型，清晰地分析形狀不規則、頭枕

效應(HiP)和氣泡問題。此外，TR7600 F3D SII 通過垂直截面CT圖像，有助於可靠地對邊緣和隱藏的錫點進行視覺檢視。

用於完善缺陷檢測的高分辨率設計

LED氣泡檢測 DIMM 連接器檢測



TR7600F3D SII SERIES

TRI AXI可檢測單個切片的獨立區塊和形狀，並將其與

最近的BGA進行比較。此外，TRI的新HiP缺陷演算法
可同時對多個切片進行量化及比較BGA的輪廓。

高精準BGA檢測

3D AXI解決方案可收集廣泛的檢測數據，以提供即時的

過程監控與分析。這種整合方法提供了明確的統計、分

析報表反饋，可改善缺陷管理並提高製程良率。

絕佳的檢測維修站

TR7600 SIII使用多重激光傳感
器來精確測量任何PCB組裝的變
形，並自動調整元件檢測參數，

以進行電路板該區塊的板彎補

償。即使對於具有重疊和多層元

件以及壓合(Press-fit)連接器的
高複雜度電路板，也能確保提供

可靠的檢測結果。

板彎控制

TR7600F3D SII 擁有高彈性的編程，

可於一個程序中設置多個對焦點，

同時進行六組獨立的動作。並且於

檢測過程中可將被測物固定，以防

止可能的損壞。TR7600F3D SII AXI
解決方案是檢測具雙側PressFit的
厚PCB、PoP封裝、高元件PCB等
的理想選擇。

高精準技術

BGA HiP 缺陷 BGA 短路/空焊 缺陷

2D 缺陷檢視器

3D 缺線圖像

CT 缺陷檢視器

PCB板檢視器

錫點資訊查看
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MES 整合 智能數據共享
(Closed Loop)M2M 支持

透過輕鬆整合解決方案中的大數據分析來提升工廠

智能並優化生產線。TRI的智能工廠測試和檢測解決
方案可藉著MES應用生成大數據，促進全面的可追

溯性和數據交換，這對於生產率的提升與互聯工廠

的執行可說是至關重要。

支持大數據應用

TRI的智能工廠解決方案可讓操作人員從各個系統中匯
整信息，對生產線缺陷率進行統計分析、檢視和微調檢

測結果，並識別元件缺陷趨勢和新出現的生產問題。

YMS 4.0 ─ 智能監控

生產數據分析 集中檢測控管 時實SPC追蹤



 Specifications      TR7600F3D SII SERIES

光學影像系統

相機 平板相機

X-ray射源 最大值130 kV (使用者可調整)
取像分辨率 
(出廠時擇三設定)

5 µm 10 µm 15 µm 20 µm 25 µm 30 µm

檢測方式 2D, 2.5D, 3D 切層, 平面數位斷層掃描(CT) (選配)

檢測項目
元器件缺陷 缺件、錯位、立碑、側立、旋轉及鉭質電容極反、偏斜、浮高

錫點缺陷 錫少、錫多、短路、空焊、錫球、不沾錫、空洞及IC翹腳

X-Y-Z 軸控制 高精度滾珠絲桿驅動 (搭配伺服馬達控制器)

X-Y-Z Axis 精準度 1 µm

最大電路板可測尺吋* 900 x 460 mm (35.43 x 18.11 in.)

電路板可測厚度 0.6 - 7 mm (0.02 - 0.28 in.)

電路板流線高度 880 - 920 mm (34.65 -36.22 in.)
電路板最大重量 12 kg (26.46 lb)
電路板輸送/固定 馬達自動控制進出 / 固定夾板

零件高度限制

上端 5 mm (0.2 in.) 25 mm (0.98 in.) 45 mm (1.77 in.) 50 mm (1.97 in.)
底端 70 mm (2.76 in.) 55 mm (2.17 in.)
側邊 3 mm (0.12 in.) or 5 mm (0.20 in.) 

重量 3850 kg (8,487.8 lb)
電源需求 200 – 240 VAC,單相, 50 / 60 Hz, 4 kVA
氣壓需求 72 psi – 87 psi (5 – 6 bar)

選配件 條碼讀取機、維修工作站、離線編程系統、良率管理系統(YMS 4.0)、CAD轉換軟件、CT取像模組

 * 最大電路板可測尺寸與入射角度相關
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TR7600F3D SII
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